解析LED热阻结构测量与分析技术进展
　　LED产品的热性能对于LED产品的光色电性能和可靠性、使用寿命影响很大，因此其热管理设计和测量十分重要。与传统的测量整个器件的热性能不同，对热阻结构的分析和测量能够得到器件内部的热阻分布情况，从而更为全面地评价LED产品的热性能，并可准确找出热管理中的薄弱环节，对产品的二次设计发挥重要指导作用。本文详述了热阻结构测量的原理和最新技术进展，并采用我国自主研发的热阻测量设备对实际样本进行对比试验分析，得到了良好的分析结果。
　　1. 概述：
　　LED固体光源具有效率高、寿命长，应用灵活、无污染等优点，目前已广泛应用于照明领域。然而LED所消耗的电能中，多数转化成了热能，使芯片温度明显升高，而温度对LED性能具有重要的影响，包括色温改变、效率下降、降低寿命和可靠性等。因此，提高LED热管理性能成为大功率LED结构设计中亟需解决的关键技术环节。
　　常用的LED热管理分析技术包括使用热设计软件仿真和使用热阻分析设备进行测量。前者通常用于LED的热管理设计；而后者着重于对实际样品的热阻测量和分析，以检验设计方案的实际效果和产品质量，并改进制造工艺或指导二次设计。
　　2. 热阻基本原理
　　LED的散热通过三种方式进行：热传导，对流，热辐射。在LED内部，热传导是主要的散热途径，其热传导性能取决于介质的热阻抗。热阻抗由热阻和热容共同决定。其中热阻的定义为：[image: http://file.china-nengyuan.com/999/news_editor/images/2015/06/201506011427_10141200.jpg] 。式中ΔT为温差，Rth为热阻，P为热功率。
　　如图1所示，将热流与电流相对应，电势与温度相对应，则热阻与电阻相对应，热容与电容相对应。对于任意的导热介质元，可以简化为一个R-C并联回路：
[image: http://file.china-nengyuan.com/999/news_editor/images/2015/06/201506011428_11817800.jpg]
R-C并联回路模型
　　当热流经过该介质单元时，就会在两端形成温差。与电路类似，初始时热量将在热容中累积，两端温差逐渐增大，直至达到热平衡，此时的热阻通常所称的“稳态热阻”。而在器件达到热平衡之前，受热容和热阻共同影响，器件的结温不断变化，对应热阻也随时间变化，该热阻称为“瞬态热阻”。对瞬态热阻的测量是热阻结构测量的基础。
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